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云浮大规模贴片加工互惠互利

生成日期: 2025-10-20

贴片加工过程需注意事项：1、贴片技术员佩戴好检验OK的静电环，插件前检查每个订单的电子元件无错/
混料、破损、变形、划伤等不良现象2、电路板的插件板需要提前把电子物料准备好，注意电容极性方向须正确
无误3、印刷作业完毕后进行无漏插、反插、错位等不良产品的检查，将良好的上锡完成品流入下一工序。4、
贴片组装作业前请配戴静电环,金属片紧贴手腕皮肤并保持接地良好,双手交替作业。5、USB/IF座子/屏蔽罩/高
频头/网口端子等金属元件,插件时须戴手指套作业。6、所插元器件位置、方向须正确无误,元件平贴板面,架高
元件必须插到K脚位置。7、如有发现物料与SOP以及BOM表上规格不一致时,须及时向班/组长报告。8、物料
需轻拿轻放不可将经过前期工序的PCB板掉落而导致元件受损,晶振掉落不可使用。9、上下班前请将工作台面
整理干净,并保持清洁。10、严格遵守作业区操作规则，首件检测区、待检区、不良区、维修区、少料区的产品
严禁私自随意摆放，上下班交接要注明未完工序。贴片加工小批量贵是因为没有太多的数量来分摊相应的费用。
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贴片加工基本工艺构成要素包括:丝印（或点胶）,贴装（固化）,回加工接,清洗,检测,返修。1、丝印：其
作用是将焊膏或贴片胶漏印到PCB的焊盘上，为元器件的焊接做准备。所用设备为丝印机（丝网印刷机），位
于生产线的比较前端。2、点胶：它是将胶水滴到PCB板的固定位置上，其主要作用是将元器件固定到PCB板上。
所用设备为点胶机，位于生产线的比较前端或检测设备的后面。3、贴装：其作用是将表面组装元器件准确安装
到PCB的固定位置上。所用设备为贴片机，位于生产线中丝印机的后面。潮州制造贴片加工以客为尊贴片加工
技术与PCB制造技术结合，出现了各种各样新型封装的复合元件。

贴片加工焊接后的清洗是指利用物理作用、化学反应的方法去除再加工、波峰焊和手工焊后残留在表面组
装板表面的助焊剂残留物及贴片加工组装工艺过程中造成的污染物、杂质的工序污染物对表面组装板的危害。1、
焊剂和焊音中添加的活化剂带有少量西化物、酸或盐，焊接后形成极性残留物履盖在焊点表面。当电子产品加
电时，极性残留物的离子就会朝极性相反的导体迁移，严重时会引起短路。2、目前常用焊剂中的卤化物、氯化
物具有很强的活性和吸湿性，在湘湿的环境中对基板和焊点产生腐蚀作用，使基板的表面绝缘电阻下降并产生
电迁移，严重时会导电，引起短路或断路。

贴片加工的主要目的是将表面组装元器件准确安装到PCB的固定位置上，而在贴片加工过程中有时会出现
一些工艺问题，影响贴片质量，如元器件的移位，贴片加工中出现的连锡，漏焊等各种工艺问题。不管是哪种
原国所导致的问题要重视。接下来让由我们电子高级工程师为你解答：在贴片加工中为什么会出现元器件移位
的原因是什么？针对无器件移位的原因，贴片加工中元器件移位的原因：锡膏的使用时间有限，超出使用期限
后，导致其中的助焊剂发生变质，焊接不良。贴片加工可靠性高、抗振能力强。

贴片加工模板制作工艺要求：Mark的处理步骤规范有哪些？1、Mark的处理方式，是否需要Mark，放在模板
的那一面等。2、Mark图形放在模板的哪一面，应根据印刷机具体构造(摄像机的位置)而定。3、Mark点刻法视
印刷机而定，有印刷面、非印刷面、两面半刻，全刻透封黑胶等。4、是否拼板，以及拼板要求。如果拼板，应
给出拼板的PCB文件。插装焊盘环的要求。由于插装元器件采用再加工工艺时，比贴装元器件要求较多的焊膏
量，因此如果有插装元器件需要采用再加工工艺时，可提出特殊要求。贴片加工过程中就需要了解元器件移位
的原因，并针对性进行解决。清远新时代贴片加工咨询报价
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贴片加工工艺有两条基本的工艺流程，即焊膏一回流焊工艺和贴片胶一波峰焊工艺。云浮大规模贴片加工
互惠互利

贴片加工技术目前已普遍应在在电子行业中，是实现电子产品小型化、高集成不可缺少重要贴装工艺。贴
片加工根据产品类型不同，贴片价格也是不相同的，在工艺流程上也是有所区别，下面厂小编就为大家介绍贴
片加工常见基本工艺流程：单面贴片：即在单面PCB板上进行组装，单面PCB板的零件是集中在一面，另一面
则是导线，是比较基本的PCB板，单面板的贴片加工工艺是比较简单的，主要有以下两种组装工艺：1、单面组
装工艺流程：来料检测—丝印焊膏—贴片—烘干—回加工接—清洗—检测—返修。2、单面混装工艺流程：来料
检测—PCB的A面丝印焊膏(点贴片胶)—贴片—烘干—回加工接—清洗—插件—波峰焊—清洗—检测—返修。
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亿芯微半导体科技（深圳）有限公司总部位于坑梓街道秀新社区景强路6号101，是一家许可经营项目是：
货物进出口；技术进出口。随着贴片加工的飞速发展,不但元器件的尺寸越来越小、贴片元件密度越来越高,而
且还不断推出新型封装形式,为了适应高密度、高难度的电路板组装技术的需要,贴装机正在向高速度、高精度、
多功能和模块化、智能化方向发展。的公司。亿芯微拥有一支经验丰富、技术创新的专业研发团队，以高度的
专注和执着为客户提供集成电路芯片及产品制造，集成电路芯片及产品销售，集成电路制造。亿芯微始终以本
分踏实的精神和必胜的信念，影响并带动团队取得成功。亿芯微始终关注电子元器件行业。满足市场需求，提
高产品价值，是我们前行的力量。


